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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bear-
beiten eines ein Holzmaterial und eine Beschichtung auf-
weisenden Bauteils, insbesondere einer Platte oder ei-
nes Paneels, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1
(siehe z.B. US-B 6 647 690).
[0002] Im Folgenden wird allgemein die Bearbeitung
eines Bauteils beliebiger Form und Anwendung be-
schrieben, wobei zur besseren Veranschaulichung die
Bearbeitung einer aus einem Holzmaterial bestehenden
Platte oder eines aus einem Holzmaterial bestehenden
Paneels bevorzugt beschrieben wird.
[0003] Daher kann ein Bauteil auch etwas anderes
darstellen, als eine Platte oder ein Paneel, beispielswei-
se Möbel- oder Schrankelemente, Türelemente und Tür-
rahmen oder Fassadenelemente.
[0004] Unter Holzmaterialien.werden neben Holz an
sich auch Faserplatten mittlerer- oder hoher Dichte
(MDF- und HDF-Platten), OSB-Platten (Oriented Strand
Boards) und dergleichen verstanden. Des Weiteren kön-
nen Holzmaterialien Verbunde aus Holz und Kunststoff,
sogenannte Wood-Plastic-Compounds, sein.
[0005] Zu den ein Holzmaterial aufweisenden Panee-
len gehören auch solche mit einer Trägerplatte, die in
der Regel eine an der Trägerplatte vorgesehene Dekor-
schicht, in Form einer Lack- oder Laminatschicht, und
eine meist vergleichbar aufgebaute Unterzugschicht auf-
weisen. Die Paneele werden zur Bildung eines Belags
auf Böden (Fußbodenbelag), an Wänden und/oder an
Decken verlegt.
[0006] Bei der Herstellung derartiger Paneele werden
zunächst Platten aus dem entsprechenden Holzmaterial
gefertigt, deren Aufbau dem Aufbau der späteren Panee-
le entspricht. Die fertigen Platten werden dann in einzel-
ne Bahnen aufgetrennt, deren Breite im Wesentlichen
der Breite der späteren Paneele entspricht. Dann werden
an einander gegenüberliegenden Seitenkanten Verbin-
dungselemente meist in Form von Nuten und Federn her-
ausgefräst. Anschließend werden die einzelnen Paneele
oder Rohlinge der Paneele aus den entsprechend bear-
beiteten Bahnen durch Auftrennen derselben erhalten.
Im Falle der Rohlinge erfolgt an den dabei entstehenden
Schnittkanten ebenfalls ein Herausfräsen von weiteren
Verbindungselementen.
[0007] Die Werkzeuge zum Auftrennen der Platten
und zum Herausfräsen der Verbindungselemente müs-
sen eine hohe Präzision aufweisen, da bei der Herstel-
lung von Paneelen sehr geringe Toleranzen einzuhalten
sind. Andernfalls können die Paneele nicht mehr ohne
weiteres verlegt werden bzw. es kommt zu unansehnli-
chen Fugen nach dem Verlegen der Paneele auf einem
Boden, an einer Wand oder einer Decke. Folglich müs-
sen qualitativ hochwertige Werkzeuge zur Bearbeitung
der Platten eingesetzt werden.
[0008] Da die Werkzeuge einem nicht unerheblichen
Verschleiß unterliegen, müssen die Werkzeuge regel-
mäßig ausgetauscht werden, was nicht nur zu uner-

wünschten Stillstandszeiten, sondern auch zu hohen Ko-
sten für das Erneuern der Werkzeuge führt. Aufgrund
des Verschleißes der Werkzeuge sinkt die Genauigkeit,
mit der ein Paneel bearbeitet wird, langsam ab und es
steigt die Gefahr von Ausbrüchen und ähnlichen Fehlern
bei der Herstellung der Paneele.
[0009] Daher liegt der vorliegenden Erfindung das
technische Problem zugrunde, ein Verfahren zur Bear-
beitung von ein Holzmaterial aufweisenden Bauteilen an-
zugeben, mit dem ein Bauteil wirtschaftlicher hergestellt
und die Gefahr von Ungenauigkeiten verringert werden
kann.
[0010] Das zuvor aufgezeigte technische Problem
wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren nach An-
spruch 1 gelöst.
[0011] Die Erfindung hat erkannt, dass einerseits
durch die Verwendung eines energiereichen Strahls, ins-
besondere eines Lasers auf die Verwendung von me-
chanisch, also spanend arbeitenden Werkzeugen zu-
mindest teilweise verzichtet werden kann. Strahlen der
zuvor erläuterten Art, insbesondere Laserstrahlen unter-
liegen keiner reibungsbedingten Abnutzung, wie dies bei
Werkzeugen zur spanenden Bearbeitung der Fall ist. Da-
her können die Bauteile, also insbesondere die Paneele,
die Platten zu deren Herstellung oder die Rohlinge der
späteren Paneele - nahezu verschleißfrei bearbeitet wer-
den. Es kommt also zu weniger verschleißbedingten Still-
standszeiten und teuren Werkzeugwechseln. Anderer-
seits kann mit einem Strahl, insbesondere einem Laser
aber auch eine Bearbeitungsgenauigkeit erzielt werden,
wie sie bei der Herstellung von Paneelen für ein problem-
loses Verbinden derselben beim Verlegen unverzichtbar
ist.
[0012] Wenn im Folgenden die Erfindung und deren
bevorzugte Ausgestaltungen von einem Laser gespro-
chen wird, so soll damit allgemein ein energiereicher
Strahl zur berührungslosen Bearbeitung des Bauteils
verstanden werden. So kann anstelle eines Lasers ein
beliebiger Strahl aus elektromagnetischer Strahlung
oder aus einer Teilchenstrahlung verwendet werden.
Ebenso ist es denkbar, dass ein heißer Gasstrahl, bei-
spielsweise ein Plasmastrahl eingesetzt wird. Gleich-
wohl wird im Folgenden stets von einem Laserstrahl ge-
sprochen.
[0013] Laser werden schon seit einiger Zeit zum
Schneiden von sehr harten Materialien wie etwa Metall
verwendet. Hierbei wird ausgenutzt, dass mit einem La-
ser bei richtiger Einstellung eine sehr hohe thermische
Energiemenge auf einen sehr eng begrenzten Bereich
des Materials aufgebracht werden kann. Diese thermi-
sche Energie lässt dann zumindest einzelne Komponen-
ten spontan verdampfen, was zu einer Volumenausdeh-
nung und damit zu einem Abplatzen von Material führt.
Einige Materialien schmelzen schlichtweg durch die Ein-
wirkungen des Laserstrahls, wo dieser auf das Werk-
stück auftrifft.
[0014] Entgegen aller Erwartungen im Zusammen-
hang mit der Herstellung von ein Holzmaterial aufwei-
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senden Bauteilen hat die Erfindung überraschend ge-
zeigt, dass bei der Verwendung eines Lasers nicht mit
einem bezogen auf die außerordentlich hohen Ferti-
gungsgenauigkeiten unkontrollierbaren Materialabtrag
gerechnet werden muss. Vielmehr können die geringen
Toleranzen der Bauteile ohne weiteres eingehalten wer-
den.
[0015] Etwa aus medizinischen Anwendungen ist es
bekannt, Laser mit sehr hoher Präzision einzusetzen.
Hierbei wird jedoch auf sehr weiches Gewebe eingewirkt,
wozu nur eine sehr geringe Energie bzw. Intensität des
Lasers genötigt wird. Im Vergleich zu solchem Gewebe
sind Paneele um einige Größenordnungen-härter. Es
muss also für einen Materialabtrag eine ungleich höhere
Energie aufgewendet werden, was sich grundsätzlich
negativ auf die Genauigkeit des Materialabtrags aus-
wirkt.
[0016] Letztlich ist es hierbei auch von wesentlicher
Bedeutung, dass der Holzwerkstoff der Bauteile nicht
vollkommen homogen aufgebaut ist, sondern stets Un-
regelmäßigkeiten aufweist, und die Eigenschaft besitzt,
bereits bei Einwirkung einer geringen thermischen En-
ergie zu verkohlen oder gar anzufangen zu glimmen.
Dies führt einerseits zu einer Beeinträchtigung der Ma-
terialeigenschaften, wobei insbesondere an die Festig-
keit zu denken ist, und andererseits zu optischen Einbu-
ßen, die bei Bauteilen, insbesondere bei Platten und Pa-
neelen, grundsätzlich zu vermeiden sind.
[0017] Es ist bevorzugt, es sich bei der Beschichtung
um eine Lack- oder Laminatbeschichtung handelt, die
auf einer Trägerplatte aufgebracht ist. Die Trägerplatte
besteht dann aus Holz oder einem anderen Holzmaterial.
[0018] Der Abtrag der Beschichtung durch den Laser
ist deshalb besonders vorteilhaft, weil die Beschichtun-
gen, bei denen es sich überwiegend um Lack- oder La-
minatbeschichtungen handelt, oft eine große Härte auf-
weisen und daher zu einem erhöhten und vorzeitigen
Verschleiß der Werkzeuge führen. Zudem werden zu-
nehmend Beschichtungen mit erhöhter Abriebfestigkeit
verwendet, die im Wesentlichen Laminatbeschichtungen
aus einem Kunstharz, imprägnierten Papieren und Hart-
partikeln bestehen. Die Hartpartikel sind üblicherweise
Mineralteilchen aus Aluminiumoxid, Korund, Siliziumver-
bindungen, Bohrnitrid, Titankarbid, Wolframkarbid oder
dergleichen.
[0019] Bei einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens ist vorgesehen, dass das Bauteil, die Platte, der
Rohling eines Paneels oder eine Plattenbahn nach dem
Abtragen der Beschichtung durch den Laser im Bereich
der Abtragung mit einem mechanischen Werkzeug spa-
nend nachbearbeitet wird. Letztlich wird also vor einer
konventionellen Bearbeitung des Werkstücks zunächst
durch eine Laseranwendung gezielt die Beschichtung
entfernt.
[0020] Dies ist insbesondere dann zweckmäßig, wenn
Beschichtungen mit Hartpartikeln vorgesehen sind. Zur
Bearbeitung derartiger Paneele müssen ansonsten be-
sonders hochwertige Werkzeuge eingesetzt werden, die

beispielsweise Schneiden aus polykristallinen Diaman-
ten aufweisen. Diese Schneiden sind für die Bearbeitung
der Trägerplatte überdimensioniert und können, wenn
die Beschichtung an den gewünschten Stellen durch ei-
nen Laser entfernt wird, eingespart und durch kosten-
günstigere Werkzeuge ersetzt werden.
[0021] Die spanende Nachbearbeitung kann eben so
gut das Auftrennen einer Platte in Bahnen oder das Auf-
trennen einer Bahn in Rohlinge einzelner Paneele sein
wie auch das Herausfräsen eines Verbindungselements
aus einer Bahn bzw. einem Rohling eines Paneels. Unter
einem Verbindungselement wird hierbei vorzugsweise
eine Nut und/oder Feder verstanden, die entweder zum
Verkleben oder zum Verrasten der Paneele geeignet ist.
[0022] Alternativ oder zusätzlich kann eine Ausgestal-
tung des Verfahrens angewendet werden, bei dem durch
den Laserstrahl eine obere Anlagefläche aus dem Pa-
neel herausgearbeitet wird. Wenn das Paneel eine Be-
schichtung an der entsprechenden Oberseite aufweist,
wird also durch den Laserstrahl nicht nur die Beschich-
tung abgetragen, sondern vorzugsweise in einem Ar-
beitsschritt auch gleich die obere Anlagefläche heraus-
gearbeitet. So kann ein Verfahrensschritt bei der Paneel-
herstellung eingespart und sichergestellt werden, das die
obere Anlagefläche mit einer sehr hohen und stets glei-
chen Genauigkeit gearbeitet wird.
[0023] Selbstverständlich ist das Verfahren nicht auf
eine obere Anlagefläche limitiert. Selbiges kann auch im
Zusammenhang mit einer unteren Anlagefläche vorge-
sehen sein. Allerdings sind untere Anlageflächen bei vie-
len Paneelen nicht bevorzugt, so dass hier lediglich von
einer oberen Anlagefläche gesprochen wird, selbst wenn
alternativ oder zusätzlich auch die untere Anlagefläche
gemeint sein kann.
[0024] Bei einer ebenfalls bevorzugten Ausgestaltung
des Verfahrens wird durch den Laserstrahl ein Verbin-
dungselement aus dem Rohling herausgearbeitet. In die-
sem Fall kann dann auf mechanische Werkzeuge zum
Herausarbeiten von Verbindungselementen verzichtet
werden. Wird zusätzlich noch das Auftrennen einzelner
Bahnen in Rohlinge einzelner Paneele durch einen Laser
bewerkstelligt, kann letztlich ganz auf mechanische
Werkzeuge verzichtet werden.
[0025] Wenn auf mechanische Werkzeuge nicht ganz
verzichtet werden soll, etwa um eine hohe Bearbeitungs-
geschwindigkeit sicherzustellen, kann bei einer weiteren
Ausgestaltung des Verfahrens vorgesehen sein, dass ei-
ne oder mehrere Passflächen mit dem Laser aus dem
Rohling bez. der Bahn von Rohlingen herausgearbeitet
oder wenigstens nachbearbeitet werden. Hier wird dann
die hohe Genauigkeit des Lasers ausgenutzt, die insbe-
sondere bei Passflächen, an denen die Verbindungsele-
mente benachbarter Paneele im verbundenen Zustand
aneinanderstoßen, gewährleistet sein muss.
[0026] Bei einer weiter bevorzugten Ausgestaltung
des Verfahrens wird der Laser in einer Einstellung be-
trieben, die insbesondere die Fokussierung und die In-
tensität des Laserstrahls betrifft, in der eine Glättung der
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bearbeiteten Paneelflächen erreicht wird. Das Heraus-
arbeiten und Glätten der Paneelflächen erfolgt vorzugs-
weise gleichzeitig. Es kann aber auch vorgesehen sein,
dass der Materialabtrag zum Herausarbeiten der Paneel-
flächen und das Glätten derselben in aufeinanderfolgen-
den Schritten oder unabhängig voneinander durchge-
führt werden. Die auf diese Weise geglätteten Paneel-
fläche sind insbesondere Anlageflächen oder Passflä-
chen. Durch das Glätten kann etwa bei einer vorange-
gangenen mechanischen Bearbeitung die zurückblei-
bende Rauhtiefe verringert werden.
[0027] Alternativ oder zusätzlich zum Glätten einzel-
ner Paneelflächen kann weiter vorgesehen sein, dass
die Paneelflächen durch die Einwirkung des Laserstrahls
versiegelt werden. Dies wird vorzugsweise durch eine
Veränderung der Faserstruktur, erreicht die für die gute
Wasseraufnahme der Paneele verantwortlich ist. Die
Feuchtigkeit wird vorwiegend als kapillare Feuchtigkeit
eingelagert, die zum Teil sogar der Umgebungsluft ent-
zogen wird. Durch die Laserbehandlung kommt es also
vorzugsweise zu einer Art Verschluss der Holzkapillaren,
zumindest aber zu einer Verringerung der Kapillarität.
[0028] Vorzugsweise wird das Versiegeln mit einem
anderen Verfahrensschritt kombiniert. Dies kann insbe-
sondere entweder das Glätten, der Materialabtrag oder
auch beides sein.
[0029] Nachfolgend werden noch zwei Anwendungs-
beispiele aufgezeigt.
[0030] Zum einen kann man mit Hilfe des erfindungs-
gemäßen Verfahrens mit einem ersten Laserstrahl eine
Platte in zwei Plattenteile trennen. Mit einem zweiten La-
serstrahl kann über den Bereich des Trennschnitts hin-
aus ein weiterer Abschnitt der Beschichtung abgetragen
werden, damit für das nachfolgende Bearbeiten der Sei-
tenkanten der Plattenteile spanende Werkzeuge einge-
setzt werden können, die nur geringere Anforderungen
an die Oberflächenvergütung erfüllen müssen. Denn der
Bereich des Kerns der Platte ist erheblich leichter zu be-
arbeiten, als es für die Beschichtung der Fall ist. Somit
kommt der Laserstrahl soweit zum Einsatz, als es um
das Durchtrennen der Platte und das darüber hinaus wei-
tergehenden Ablösen der Beschichtung ankommt. Der
zweite Laserstrahl kann dabei wiederum auch für das
Einarbeiten einer Vertiefung eingesetzt werden, um bei-
spielsweise eine obere Seitenkante als genau definierte
Anlagefläche herzustellen.
[0031] Zum anderen kann in eine Platte an einer defi-
nierten Position eine Längsnut eingearbeitet werden, die
bei der nachfolgenden Bearbeitung der Platte zu deren
Führung verwendet wird. Ist diese Längs- oder Füh-
rungsnut mit Hilfe des Laserstrahls sehr genau einge-
bracht, wird dadurch die nachfolgende Führung der Plat-
te verbessert. Diese Technik findet insbesondere bei der
Anwendung eines Plattentransportes mittels Luftkissen-
technik Anwendung. Denn hier findet der Transport der
Platte mittels einer Luftströmung statt, wobei der Trans-
port zunächst weniger genau ist, als es für eine mecha-
nische Führung der Fall ist. Durch das Einbringen einer

Führungsnut in der zuvor beschriebenen Weise wird
dann das Führen einer Platte verbessert, die mittels ei-
nes Luftkissens transportiert wird. Dabei kommt der Füh-
rung die sehr gute Präzision der Laserbearbeitung zu-
gute.
[0032] Im Folgenden wir die Erfindung anhand ledig-
lich eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens näher erläutert, wobei auf die beigefügte
Zeichnung bezug genommen wird. In der Zeichnung zei-
gen

Fig. 1 schematisch eine mehrere Rohlinge umfas-
sende Platte vor einem ersten Verfahrens-
schritt,

Fig. 2 schematisch die Platte aus Fig. 1 während des
ersten Verfahrensschritts,

Fig. 3 schematisch die Platte aus Fig. 1 während ei-
nes zweiten Verfahrensschritts,

Fig. 4 schematisch die Platte aus Fig. 1 während ei-
nes dritten Verfahrensschritts,

Fig. 5 schematisch mehrere Rohlinge umfassende
Bänder der Platte aus Fig. 1 während eines
vierten Verfahrensschritts und

Fig. 6 schematisch die Bänder aus Fig. 5 während ei-
nes fünften Verfahrensschritts,

[0033] In Fig. 1 ist eine Platte 1 dargestellt, die eine
Vorstufe bei der Herstellung von Paneelen 2, 2’ bildet.
Die angeschnitten dargestellten Paneele 2, 2’ sind noch
nicht voneinander getrennt, sondern bilden zusammen
mit weiteren Paneelen noch die Platte 1. Die Platte 1
weist ein Trägermaterial 2 aus einer hochdichten Faser-
platte (HDF) und zwei Beschichtungen 3, 3’ auf. Die obe-
re Beschichtung 3 ist eine Laminatschicht mit einem De-
korpapier, während die untere Beschichtung 3’ eine La-
minatschicht ohne Dekorschicht ist und als sogenannte
Gegenzugschicht fungiert.
[0034] Zum besseren Verständnis sind in der Fig. 1
bereits benachbarte Verbindungselemente 4, 4’ der Pa-
neele 2, 2’ durch gestrichelte Linien skizziert. Am rechten
Ende des linken Paneels 2 ist eine Nut vorgesehen, wäh-
rend am linken Ende des rechten Paneels 2’ eine Feder
vorgesehen ist. Beide Verbindungselemente 4, 4’ weisen
Passflächen 5, 5’, 5" , 5"’ auf, an denen miteinander ver-
bundene Paneele im verlegten Zustand aneinander an-
liegen. Zusätzlich sind noch nicht im Einzelnen bezeich-
nete Rastelemente vorgesehen, mit Hilfe derer Paneele
miteinander verrastet werden können. Für das Verfahren
zur Herstellung der Paneele würde es im Gegensatz zu
deren Verlegung keinen Unterschied machen, wenn die
Verbindungselemente 5, 5’ keine Rastelemente aufwei-
sen würden, sondern zum Verkleben bestimmt wären.
[0035] Die in Fig. 1 dargestellte Platte bildet den Aus-
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gangspunkt für das im Folgenden beschriebene Ausfüh-
rungsbeispiel eines Verfahrens zur Herstellung von ein
Holzmaterial aufweisenden Paneelen.
[0036] In einem ersten in Fig. 2 dargestellten Verfah-
rensschritt werden Laserstrahlen 6 auf die Beschichtun-
gen 3, 3’ gerichtet, während die Platte 1 an den Laser-
strahlen 6 vorbei bewegt wird. Durch die Einwirkung der
Laserstrahlen 6 werden die Beschichtungen 3, 3’ entlang
streifenartiger Bereiche 7, 7’ abgetragen. Diese streifen-
artigen Bereiche 7, 7’ sind auf beiden Seiten der Platte
1 deckungsgleich zueinander angeordnet.
[0037] Danach kann eine rein mechanische Bearbei-
tung des Paneels durchgeführt werden. Bei dem be-
schriebenen Ausführungsbeispiel werden jedoch in be-
vorzugter Weise weitere Laserstrahlen 6 auf andere Be-
reiche der Beschichtungen 3, 3’ gerichtet. In diesem Fall
wird vorzugsweise jedoch mehr Material abgetragen als
zuvor. Der Materialabtrag erfolgt dabei so, dass die obe-
ren Anlageflächen 8, 8’ der späteren Paneele mit einer
sehr hohen Präzision herausgearbeitet werden. Da hier-
zu keine mechanischen Werkzeuge verwendet werden,
die mit der Zeit an Schärfe verlieren, kann auf diese Wei-
se sicher verhindert werden, dass es zu Ungenauigkei-
ten oder gar zu einem Ausbrechen von Material im Be-
reich der oberen Anlageflächen 8, 8’ kommt. Dies führt
letztlich zu einer erheblichen Reduzierung des Aus-
schusses.
[0038] Danach wird, wie dies in Fig. 4 schematisch
dargestellt ist, die Platte 1 aufgetrennt, wobei die beiden
angeschnitten dargestellten Paneele 2, 2’ voneinander
getrennt werden. Das Auftrennen der Platte 1 erfolgt hier-
bei mit einer aus dem Stand der Technik bekannten Sä-
geeinrichtung 9. Da die Beschichtungen 3, 3’ entlang der
streifenartigen Bereiche 7, 7’ bereits zuvor entfernt wor-
den sind, kann zum Auftrennen ein weniger hochwerti-
ges Werkzeug verwendet werden, das dennoch längere
Standzeiten bzw. Standwege erreicht.
[0039] Das Auftrennen könnte aber auch mit Hilfe ei-
nes Laserstrahls erfolgen. Dies hätte insbesondere den
Vorteil, dass weitaus geringere Fugenbreiten vorgese-
hen werden müssten, als dies für konventionelle Werk-
zeuge der Fall ist. Damit könnte letztlich der Verschnitt
minimiert werden.
[0040] Nachdem die ursprüngliche Platte 1 in einzelne
Bahnen aufgetrennt worden ist, können an den zuvor
entstandenen Seiten der Paneele 2, 2’ die Verbindungs-
elemente 4, 4’ herausgearbeitet werden. Dies ist sche-
matisch in Fig. 5 dargestellt. Auch dies wird bei dem be-
schriebenen und insoweit bevorzugten Ausführungsbei-
spiel mit Hilfe von Laserstrahlen 6 durchgeführt. Dies
erlaubt eine hohe Genauigkeit des Materialabtrags. So
wird letztlich sichergestellt, dass sich die Paneele 2, 2’
später in der gewünschten Weise verbinden lassen,
ohne dass ein erhöhter Aufwand zur Qualitätssicherung
betrieben werden müsste. Die variable Abtragung an Ma-
terial kann einerseits durch eine variable Beaufschla-
gungszeit und/oder andererseits durch ein entsprechen-
des Intensitätsprofil des Lasers erreicht werden.

[0041] In einem letzten Arbeitsschritt, den Fig. 6 zeigt,
werden nun noch die Passflächen 5, 5’, 5" , 5"’ der Ver-
bindungselemente 4, 4’ geglättet und versiegelt. Auch
die oberen Anlageflächen 8, 8’ wurden geglättet und ver-
siegelt, und zwar zeitlich mit dem Herausarbeiten der
oberen Anlageflächen 8, 8’ durch einen zusätzlichen La-
serstrahl. Auf welche Weise dieser Verfahrensschritt er-
folgt, kann von Einzelfall zu Einzelfall variieren und ist
nicht von vornherein vorgegeben.
[0042] Nicht dargestellt ist, dass nach dem Auftrennen
der Bahnen in einzelne Rohlinge die dabei entstehenden
Querkanten ebenfalls durch Einsatz eines Laserstrahls
bearbeitet werden können. Hierfür gilt dann das Gleiche
wie für die in der Zeichnung dargestellten, die Verbin-
dungselemente 4, 4’ aufweisenden Seitenkanten der
Bahnen.
[0043] Grundsätzlich ist das Verfahren nicht auf die in
der Zeichnung dargestellte Abfolge von Verfahrens-
schritten limitiert. Es kann auch nur eine einzelne An-
wendung des Laserstrahls oder eine beliebige Kombina-
tion davon bei der Herstellung der Paneele verwendet
werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bearbeitung eines ein Holzmaterial
und eine Beschichtung aufweisenden Bauteils (2,
2’),

- bei dem ein energiereicher Strahl, insbeson-
dere ein Laserstrahl (6) an einer zu bearbeiten-
den Stelle auf das Bauteil (2, 2’) gerichtet wird
und
- bei dem durch die Einwirkung des Strahls (6)
ein Teil des Materials des Bauteils (2, 2’) abge-
tragen wird,
- bei dem durch den Strahl (6) eineBeschichtung
(3, 3’) abgetragen wird,
dadurch gekennzeichnet,
- dass durch den Strahl (6) eine Lack- und/oder
Laminatbeschichtung abgetragen wird und-
dass das Bauteil (2, 2’) im Bereich des Abtrags
der Beschichtung (3, 3’) mit einem mechani-
schen Werkzeug (9) spanend nachbearbeitet
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem als Bauteil ein Paneel bearbeitet wird und
bei dem durch den Strahl (6) eine obere Anlageflä-
che (8, 8’) einer Seitenkante des Paneels (2, 2’) her-
ausgearbeitet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem durch den Strahl (6) ein Verbindungsele-
ment (4, 4’) herausgearbeitet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
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bei dem durch den Strahl (6) eine Passfläche (5, 5’,
5" , 5"’) herausgearbeitet wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem durch den Strahl (6) Oberflächen des Bau-
teils (2, 2’) geglättet werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem durch den Strahl (6) Oberflächen des Bau-
teils (2, 2’) versiegelt werden.

Claims

1. A method for machining a component (2, 2’) com-
prising a wooden material and a coating,

- in which a high-energy beam, in particular a
laser beam (6) is directed onto the component
(2, 2’) at a point to be machined and
- in which some of the material of the component
(2, 2’) is removed by the action of the beam (6),
- in which a coating (3, 3’) is removed by the
beam (6),
characterised in
- that a varnish and/or laminate coating is re-
moved by the beam (6) and that the component
(2, 2’) is machined with a mechanical tool (9) in
the area where the coating (3, 3’) is removed.

2. The method according to claim 1, wherein a panel
is machined as the component and wherein an upper
contact surface (8, 8’) of a side edge of the panel (2,
2’) is carved out by the beam (6).

3. The method according to claim 1 or 2, wherein a
connecting element (4, 4’) is carved out by the beam
(6).

4. The method according to any of claims 1 to 3, where-
in a mating surface (5, 5’, 5", 5"’) is carved out by
the beam (6).

5. The method according to any one of claims 1 to 4,
wherein surfaces of the component (2, 2’) are
smoothed by the beam (6).

6. The method according to any one of claims 1 to 5,
wherein surfaces of the component (2, 2’) are sealed
by the beam (6).

Revendications

1. Procédé pour le traitement d’un élément (2, 2’) com-
prenant un matériau dérivé du bois et un revêtement,

- dans lequel un rayonnement à grande énergie,

en particulier un rayonnement laser (6), est di-
rigé sur l’élément (2, 2’), à un endroit à usiner, et
- dans lequel, sous l’effet du rayonnement (6),
une partie du matériau de l’élément (2, 2’) est
érodée,
- dans lequel, au moyen du rayonnement (6),
un revêtement (3, 3’) est érodé,
caractérisé en ce que
- au moyen du rayonnement (6), un revêtement
de laque et / ou de stratifié est érodé, et l’élément
(2, 2’) est ajusté par enlèvement de copeaux,
dans la région érodée du revêtement (3, 3’),
avec un outil mécanique (9).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’élé-
ment traité est un panneau, et dans lequel, au moyen
du rayonnement (6), une surface d’appui supérieure
(8, 8’) d’un bord latéral du panneau (2, 2’) est déga-
gée.

3. Procédé selon revendication 1 ou 2, dans lequel, au
moyen du rayonnement (6), un élément de liaison
(4, 4’) est dégagé.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel, au moyen du rayonnement (6), une surface
d’assemblage (5, 5’, 5", 5"’) est dégagée.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel, au moyen du rayonnement (6), des surfaces
de l’élément (2, 2’) sont lissées.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel, au moyen du rayonnement (6), des surfaces
de l’élément (2, 2’) sont scellées.
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